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第八部分  服务需求

一、服务需求一览表

	包号
	服务名称
	服务期

	1
	配套专用PVD模块组件加工服务
	详见具体服务要求





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。













二、具体服务要求
第1包 配套专用PVD模块组件加工服务

一、拟实现的主要功能和目标：
需对PVD模块进行改造以配合gtl掺钪氮化铝压电薄膜材料制备研究，因此拟申请配套专用PVD模块组件加工的服务采购。该模块主要用于氮化铝生长设备的晶圆自动上下料、传送及配套PVD处理。

二、配置要求：
2.1晶圆升降单元
2.1.1配置分子泵、高真空角阀、各量程真空计等
2.1.2配置晶盒对准、升降组件、识别传感器等
2.2晶圆传输单元
2.2.1配置FROG机械手、冷泵、闸阀、真空计、真空管道等
2.2.2配置aligner、cooler组件
2.2.3可支持挂载最多6个工艺腔室
2.3后处理单元
2.3.1配置直流电源、次级线圈、位置补偿组件等
2.3.2配置水冷系统、真空计组件、气柜组件等
2.4其他
2.4.1配置24寸显示器，无尘室键盘/鼠标，USB 接口，机械手调整面板。
2.4.2带图形用户界面，批次管理，参数管理，Recipe管理，数据收集等。
2.4.3配置强电柜、加热柜、控制柜等。

3、 技术要求：
配套专用PVD模块组件实现晶圆从晶盒到后处理单元及从后处理单元到晶盒的全自动稳定传输功能。具体划分为晶圆升降单元（VCE）和晶圆传输单元（Transport）和后处理单元。晶圆升降单元主要负责对晶圆的预存和识别（Mapping），晶圆传输单元主要负责对选中的晶圆进行自动预校准（Aligner）、自动冷却（Cooler）及自动传输，后处理单元主要负责给晶圆提供需要的温度压力环境。各单元间的配合和环境隔离通过闸阀隔断，保证传输环境相对安全。
晶圆升降单元功能要求：
	支持自动扫片识别（Mapping）；
	具备有无片、斜片、叠片、突片等功能检测；
	晶圆尺寸兼容4/6/8寸；
晶圆传输单元功能要求：
	各个站点具备晶圆有无检测；
	机械手支持点位校正；
后处理单元功能要求：
	烘烤(Bakeout)；
	高真空环境；

3.1晶圆升降单元指标：
#3.1.1 Z轴精度:±0.2mm
3.1.2 单次开门时间:≤15s

3.2晶圆传输单元指标：
*3.2.1 真空度：≤5.0×10-7 Torr
#3.2.2 泄漏率：≤1×10-8 std. cc/sec He
3.2.3 传输重复定位精度：±0.05mm
3.2.4 预对准位置精度：±0.05mm
3.2.5 预对准角度精度：±0.03°
3.2.6 AWC精度：±0.1mm
3.2.7 AWC容差：±3mm
3.2.8 Wafer交换时间：≤15s
#3.2.9 寿命测试：连续传输晶圆1,000次，无卡顿或定位偏差

3.3后处理单元指标：
*3.3.1 真空度：≤1.0×10-7 Torr
*3.3.2 温度波动: ≤±1 ℃
#3.3.3 补偿组件旋转精度：≤±3rpm
3.3.4 补偿组件位移精度：≤±0.5mm

四、 其他要求：
1、交付方式：DDP
2、服务期限：12个月
3、交付地：用户指定地点
4、交付期：2026年3月
5、质量要求：卖方保证设备全新，采用优质原材料和先进制造工艺生产制造；卖方保证本合同设备在正常的操作使用和保管保养情况下，质量保证期为自该设备验收合格后起 12 个月。
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